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Wafer Bonding

TEEEEE
SELEILFIL
BEEEEEE
S

Cap Wafer
Function
Form [ e ™
[
Fit S
Financials - e

Full Wafer Level

Packaging
Electrical Contacts

3-dimensioanl carrier with electronical devices (3D-PCB)
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Einleitung - Electronics becomes 3D
Forschungsschwerpunkt 3D-Elektroniksysteme - 3D-ES
Aktuelle Aktivitéiten

Zusammenfassung und Ausblick
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3D Technologieplattform fir vielfaltige Anwendungen

Sensor- Mikrosystem- Eigebettete Medizin- Automatisier-
technik technik Systeme technik ungstechnik

ottobock.de

© FESTO Didactic

Intelligente Eigebettete Autonome Automatisierungs
autonome Sensoren Diagnosesysteme Systeme technik

Prof. Knechtel Prof. Wenzel Prof. Schweigel Prof. Bachmann

@rschungsschwerpunkt 3D-Elektronikintegration ‘ )
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Technologie
Wafer-Technologie
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v Drucktechnologien

SSNa .. : .
Realisierung einsetzbarer Gerate

Prof. Roy Knechtel ____________________________________________________________________|

Micaela Wenig
Wiss. Mitarbeiterin RR A nwen d un g éen

tukas Haucic Entwurf und Evaluation

(Promovend Drucktechnologie)
Dr. Martin Seyring einsetzbarer Gerate

Wiss. Mitarbeiter

Mikrostrukturanalyse
Materialien Prof. Andreas Wenzel

June 12 2024 Prof. Dr.-Ing. R. Knechtel - Autonomous Intelligent Sensors, Chair of the Carl-Zeiss-Foundation




P SCHMALKALDEN
7= UNIVERSITY

OF APPLIED SCIENCES

Forschungsschwerpunkt 3D-Elektroniksysteme

Anwendung fir reale Applikationen
(Sensoren, Gerate, eingebettete Systeme, Kl)

Teilschrittentwicklung und Technologieplattform

v

2019 2020 2021 2022 2023 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Forschungsschwerpunkt 3D-Elektroniksysteme
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Carl Zeiss
Projektbegleitender Beirat 7 Stlftung Anwender
FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITAT X-FAB, ENAS, Melexis, CiS, Uni Jena, Prasidium HS-Schmalkalden mogliche
Z Fraunhofer weitere
HOCHSCHULE Anwender
Dr.-Ing. Stephanie Lippmann TEDA = Ana]ysen / s C H M A L K A L D E N — An\llendungen
Materiallieferanten |l _____ Arbeitsgruppe MatinWLP Transfer-Erprobung v .
ﬁ — Melexis
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glass made of ideas €Cis Weltel'e
& Anwender
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brewer science

Veroffentlichung

8 Open
OPEN ACCESS Data

Analytik und
Metrologie

Weitere kommerziell
erhaltliche Materialien
und Betriebsmittel Zugriff auf gesamte Infrastrukiur der HS Schmalkalden

Ausbau von Kooperationen, der
FOfSChUNQSS_ChWQTPUPkt : Infrastruktur und der Methodik
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Prof. Dr.-Ing. Maria Schweigel Prof. Dr.-Ing. Andreas Wenzel
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Cap Wafer

Q effizientes und ressourcensparendes

- — Materialsystem zum Wafer-Bonden,
]n €MOS Wafer mit elektrischer Kontaktierung
=

a neue effektive Diinnschichtsysteme
als Iotfahige Metallisierung auf dem Wafer
bei Reduzierung des Materialeinsatzes

e Evaluierung von 3D-Drucktechnologien auf
Waferebene, zur Realisierung von Verdrahtungen
und Kontaktierungen sowie von Fugestrukturen

Y

° Konzepte zur Einfiihrung neuer Funktionsmaterialien
und umweltschonender Prozesschemie in der Industrie
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Wafer Bonding mit Gldsern
Materialuntersuchungen an (bleifreien) Glasloten

FX11-036 AP4290D1 TNS-062 AP4115AB

Paste ID
Lead-free

Sealing ring

width (CAD) 200 pm 200 pm 200 pm 200 pm
Sealing ri

wf;ﬂ““(gl,“,“‘g) 201+2 um 239+ 12 ym 200+ 3 pm 20710 pm

Bulk Silicon with n: Thermally grown Silicon Oxide

Untersuchungen anod/sches Bonden von Glaswafem
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Wafer Bonding mit Metallschichten

Poly-Si Eutektikum
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Au-Ni-Cu under bump Metallisierungen

e~ SCHMALKALDEN
7z UNIVERSITY

OF APPLIED SCIENCES

Schichtsystem

Oxidationsschutz
Barriere
m Metallisierung

Ausgangszustand
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Intermetall. Phasen
in Au-Cu! (Au;Cu)

Mischungslicken in
Au-Ni und Ni-Cu

Gegenwart von Ni
verschiebt sich
Stabilitat von Au;Cu
Zu geringeren
Cu-Konzentrationen
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Schichtsystem Kinetik Diffusionssimulation
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Europaischen Union
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(Mikro-) Elektronik wird dreidimensional — Fit, Form, Function, Financials

Forschungsschwerpunkt 3D-Elektroniksysteme - 3D-ES adressiert dieses
Gebiet im Sinne von Technologien und deren Anwendungen

Analgenbasis ist installiert, Teilschritte und Technologien sind
Entwicklungen, erste Anwendungen fur Sensoren in Vorbereitung,
Industrie und Forschungskontakte sind etabliert

Materialen spielen eine entscheidende Rolle

Viele Méglichkeiten flir interessante und relevante
Forschungen i

Many to the Carl-Zeiss-Foundation for funding: Programm CZS Transfer 2023: <

Carl Zeiss

Nachhaltige Materialinnovationen Stiftung
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Vielen Dank ftir lhre
Aufmerksamkeit —
ich freue mich auf
lhre Fragen.




